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真空リフロー炉 SVR-625GTC
Vacuum Re�ow Oven SVR-625GTC

はんだ付けを熟知しているメーカの、真空リフロー装置
Vacuum Reflow Oven based on Experienced Soldering Technologies

熱風加熱ゾーン 真空ゾーン

● はんだが溶融している最適な状態で真空度と真空時間を制御し、ボイドの低減とはんだの飛散を抑制

● 昇降式真空チャンバーが減圧度合を再現し、ボイドと飛散のバラツキを抑制

● 各種部品でのボイド低減の評価結果

チャンバー上昇、基板搬入 チャンバー下降、減圧化 チャンバー上昇、基板搬出

真空リフロー炉

● はんだが溶融するピーク温度領域で減圧させ、ボイド低減と飛散を抑制
● 4段階の減圧パターンを有し、最適な条件で部品ズレやボイドを低減
● 温度調節可能な真空ゾーンが、飛散やボイドを低減
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真空ゾーン

冷却ゾーン 熱風加熱ゾーン 

150-180℃

Temperature profile for SVR-625GTCTemperature profile for SVR-625GT
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